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Конструирование и производство микроэлектронной аппаратуры и вычислительной техники – одна из наиболее динамических научно-производственных отраслей, которая находится на стыке науки и промышленного производства.
В связи с бурным развитием радиоэлектроники в направлении микро миниатюризации, применения многовыводных электронных компонентов.
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